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I. Cel ¢éwiczenia

Celem¢wiczenia jest poznanie techniki stosowanej w mantalektronicznym — bondowania, w
szczegOlnéci zapoznanie gi ze specyfig montau pod mikroskopem. Studenci po uprzednim
zapoznaniu si z uradzeniami i z ich obstug wykonup polczenia za pomac bondera
krawgdziowego. Wykorzystuj ptytki alundowe z nadrukowanymi i wypalonymi pastaoraz drut
aluminiowy (bonding) o statej grubc. Dobierane $ optymalne ustawienia parametrow
technologicznych dla konkretnychackonych materiatdw. Kolejn czgscia ¢wiczenia jest
sprawdzenie jaki@i polaczer za pomog testera (pomiar sity zrywaggej).

[I. Stanowisko montazowe — bonder krawedziowy MDB-10 i MDB-11 (wvedle-wedge bondgr

Gtownymi elementami stanowiska mantaego jest bonder, generator ultradckow
(USG), podgrzewany stolik z zasilaczem i regulatoréemperatury, mikroskop oraz lampa
halogenowa gwietlajaca ptytke montaowa. Ogolny wyghd stanowiska montawego z bonderem
przedstawiono na rys.1irys. 2.

Rys. 1. Ogolny wygld stanowiska z bonderem kreadziowym. Widoczne przyciski stexge po
prawej stronie bondera, lamp&oetlajaca i mikroskop
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Rys. 2. Ogdllny wygld bondera. Oznaczenia: USG — generator ultwvagkow, O — mikroskop, G —
gtowica z urzadzeniem bondaym (igh), S — ruchomy (w ptaszczyie XY) stolik podgrzewany
Z mocowaniem probki, Z — zasilacz podgrzewanegdikatoSZ — szpulka z drutem Al, M —
manipulator do przesuwania stolika i sterowaniacesem bondowania

Do bezpdredniego sterowania procesem bondowaniazast@ przyciski umieszczone na
manipulatorze. Biej nas miéci sic klawisz START, dalej od nas klawisz ABBOND. Ten drugi
stizy do wykonywania palczer tancuchowych. W kadej chwili podczas bondowania temy
wrdci¢ do potaenia pocatkowego za pomag klawisza RESET, znajdagego st na panelu
czotowym uradzenia.

Proces wykonywania pgtzenia bondowanego atizy dwoma punktami sktadaest kilku etapéw
(zaktadamy dobrane parametry sity i czasu docighy mocy USG itp.):

1. Gdy gtowica z igh bondujca jest w pozycji wyjsciowej ,home” (najwyzszej) maemy
bezpiecznie mocowapodtaze na stoliku, dobkapowickszenie i ostré& obrazu widzianego
w mikroskopie i przygotow@asic do bondowania (rys. 3). Przez mikroskop powdmyi by¢
w stanie zobaczyostro obszar, w ktérymebziemy wykonywd polaczenia, igt bondujca
i drucik przechodacy przez otwor w dolnej e%ci igly z jej tylnej strony. Drucik ten musi
by¢ ustawiony prostopadle do krawzi odcinajcej igly — w innym przypadku podczas
zetknkcia igly z kontaktem drucik mi ,uciec” w bok i padczenie st nie powiedzie.

2. Naciskamy przycisk START 1 raz glowica szybko obia st w potazenie bardzo bliskie
polu kontaktowemul( searchheight Za pomog pokrtta ,1 SEARCHHEIGHT” maemy
regulowa wysoka¢ igty nad polem kontaktowym. Wysokbta powinna b§ taka, by moc
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przewidzi€, w ktorym miejscu nagpi zetknkcie igly z podtaem i gdzie powstanie bond.
UWAGA: Nie moze jeszcze wysipi¢ zetkniecie igly z podieem, bo czujnik cofnie
gtowice w kolejne potazenie!

3. Naciskamy przycisk START 2 raz gtowica obnia st powoli i nasgpuje zetkngcie
z podizem na wczéniej ustalony czas. Pod wplywem docisku, drgageneratora USG
I ewentualnie temperatury poduszonej za pomac podgrzewanego stolika nagtje
przybondowanie 1 kontaktu. Potem glowica zaighedruje do gory w poilzenie
»loopheight. Za pomoa pokrtta LOOPHEIGHT mana ustak wysoka¢ petli miedzy
dwoma punktami patzeniowymi. Wywajac manipulatora przesuwamy delikatnie
w kierunku do siebie stolik z zamontovagotytka i pozycjonujemy wsipnie igk nad drugim
kontaktem.

Rys. 3. Plytka testowa mocowana na stoliku. Widadgia bondujca oraz zaciski zwierno-
rozwierne ¢lamp) przytrzymupce drucik (za igh)

4. Naciskamy przycisk START 3 raz glowica obnia st w potazenie ,2 searchheight,
gdzie za pomag pokrtta ,2 SEARCHHEIGHT” maemy regulowa wysoka¢ igty nad
drugim polem kontaktowym. Wysokéta powinna b§ taka, by méc przewidzite w ktorym
miejscu nagipi zetknkcie igty z podtaem. UWAGA: Jak poprzednio, nie moze jeszcze
wystapié zetknigcie igty z podiazem, bo czujnik cofnie gtowig¢ w potozenie pocatkowe,
a bond jeszcze nie zostat zrobiony!

5. Naciskamy przycisk START 4 raz glowica obnia sk, igta dotyka kontaktu, zostaje
wykonane drugie patzenie. Nasgpnie gtowica podnosi sipotazenie pocztkowe, drucik
zostaje oberwany przy kontakcie. i#enie jest gotowe, a my mEmy przesus Sie w
kolejne miejsce bondowania i w razie potrzeby poagdproces...

6. Jeli w czasie bondowania éanam s¢ nie powiedzie (np. nie udagspierwszy bond, bo
drucik ucieknie bokiem), nmmma wréct w potazenie pocatkowe za pomag przycisku
RESET, poprawt si¢ i zaca¢ od nowa.

Wyglad panelu z pokttami przedstawia rys.4a. Rys. 4b pokazuje iyzotowy uzywanego
generatora USG oraz sterownik podgrzewanego stolika
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a) b)
Rys. 4. Panele czotowe udze:

a) poketta do nastaw wysokai charakterystycznych dla procesu bondowania (@pigekscie).
Przehcznik ADD. FORCE stay do dodawania dodatkowej sity dla bondu. PrzycGKANNEL 1

I 2 ;3 wcisniete, dzeki czemu kady z bondéw mge mig indywidualne parametry (czas docisku,
moc ultradwiekdéw) ustawiane na USG;

b) ptyta czotowa generatora USG (gbra) oraz zasilaegulator temperatury podgrzewanego
stolika.

[ll. Zadania do wykonania
Zgrzewanie:

1. Na alundowej ptytce testowej z naniesigasy ztota lub srebrgn, przy parametrach podanych
przez prowadzcego wykonujemy kilka/kilkanécie pohczen wg przepisu podanego waGreej

w punkcie Il. Wane jest, aby poszczegollne gr#enia byty wykonane w takich samych warunkach
(nastawy urzdzenia) i aby byly jak najbardziej do siebie podelfdtugac, ksztatt itd. ),. W innym
przypadku liczenigredniej sity potrzebnej do zerwania patenia obarczone jestdum biedem.

Do okreslenie srednicy drutu wykorzystaé obecry na stanowiskusrub ¢ mikrometryczna.
Podczas bondowania ultradwiekami oraz testowania pojczei na testerze, ptytka podt@aowa

MUSI by¢ dobrze przytwierdzona do podidga — naley wykorzystaé wg mazliwosci docisk
mechaniczny lub np. dwustronry tasme klejaca.
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Parametry proponowane:

MDB-10 MDB-11
Channel 1 Channel 2 Channel 1 Channel 2
Time Power Time Power Time Power Time Power
4,50 4,30 5,50 4,00 3,40 3,00 4,50 4,00

Zapisujemy koniecznie parametry bondowania ustagvion generatorze USG oraz bondowane
materiaty (jakie podize, jaki drut itd.).

2. W dalszej o®ci ¢wiczenia wykonane petzenia bondowanecba poddawane testom na
zrywanie, sid konieczné¢ wykonania co najmniej 10 pgizen, aby mana bylo zalayé¢ jakas
.statystyle”. Jesli na plytce istnigj inne pohczenia, naley zaznaczy ,swoje”, np. cienkopisem.

Testowanie pajczei:

Dla wykonanych wczaiej pohczer bondowanych wykortatesty na zrywanie. Testom poddawa
kolejne podczenia wykonane w jednakowych warunkach.zd@aazowo dla poszczegolnych
polaczen zapisywa wartas¢ sity zrywapcej, notowa tez parametry pajczenia.

UWAGA: Igta zrywapca jest bardzo delikatna — prowady objani sposob testowania (regulacja
wysokaci ighy, sity zrywapcej, tryby pracy urgzenia itp.)!

IV. Opracowanie danych — sprawozdanie
W sprawozdaniu zaméei¢, co sg¢ zrobito naéwiczeniach laboratoryjnych:

* jakie parametry bondowania wykorzystywano s jeyty modyfikowane, dlaczego i na co
to wptyreto, jakie byty tego efekty — przetenie na wart& sity zrywapcej

e podsumowéawykonane prace, wygjnac i zapisa& wnioski

* mozna robt zdjccia pohczen | zaprezentowdje w sprawozdaniu razem z odpowiednim
komentarzem



